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Prufungsarrtrag gem. i 44 PatG 1st gestellt 

<§) Chipkarte mit integiierter Batterle 

® Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer Chlpkarta 
mit Integrierter Batterie vorgesch lagan, wobai anatalla 
dar Integration elnar vorgefertfgten Batterie die Fertfgung 
der Batterie In den HerstellungsprazeB dar Chlpkarta inte- 
griart wird. Dazu wird elna Lerterbahnstruktur <8) auf alna 
TrSgerschteht (6) aufgebracht In alnam Teilbereich (8b) 
dar Laiterbahnstruktur (8), dia ala Elektrode fur da Batte- 
ria (3) diem, wlrd aln Elektrolyt (11) in Form elnar Elektro- 
iytpasta aufgedruckt Oder Ober alna Maslce aufgetragan 
Oder In Form einer Elektrolytfolie aufgeWebt DarObar 
wird eine Deckfolie (6) mit einer Gagenletterbahnatruktur 
(9) so auflaminiert daft aln Teilbereich (9b) der Gegenlef- 
terbahnstruktur (9) die Gegenelektroda fOr dia Batterle (3) 
bildet 

Diesa Konstruktion iat besondera vorteilhaft fQr Chlpkar- 
ten mit Displays (2), da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 

, (3) in einem Arbeftsgang mft den Elektroden (8c, 9c) des 

• Displays (2) gefartigt warden kdnnea 
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Beschreibung Vbrtcil daraus, dafl diese ohnchin bereits Elektroden filr das 

Display aufweisen, wobci diese Elektroden Ublicherweisc 

Die Erfindung betrifft cin \ferfahren zur Hcrstellung einer eineo intcgraien Bestandteil der Leiterbahnen bilden. Indent 

Chipkarte mit integrierter Battens oacfa der Gattung des diese Ixtferbahneri nunmthr zusaolich Teilbereicbe aurwei- 

Haupunspmchi sowie eine cntsrjrecbende Cm'pkarte nacb 5 sen, die als gcgcnpoligc Elcktrodcn fur den Hektrolytea die- 

der Gattung des ne b en geor dnetea Anspruchs 8. nen, kann (tie Batteriefertigung ofane wesezulichen Aufwand 

Cblicherweisc werden die elektrischen Bauteile einer in eine Displaycnipkartenfeitigung integrieit werden. Als 

Chipkaite von aiiBeo mit Strom versorgt, beispielaweiae zusltzlichcr Schritt ist nur das Aufbringen dea Elektrolyten 

wahreod die Chipkaite im Terminal eines Bankautomaten erforderlkh. Dafur entfalkn das Einsetzen einer besonderen 

eingefuhrt ist. Neuerc Anwcndungen sehen vor, Daten aua to Batterie und das dektrische AnschlieBcn der Lriterbahnen 

der Kane unabhangig von einem solchen terminal anslesen an die BatterieajKchhififl&chen. 

und anzuzeigen und erfordem dazn die Integratioa einer Nachfolgend wild die Erfindung unter Bezugnahme auf 

StromqueUe unnrittelbar in die Karte. Hn typischer Anwen- die Zeichnung niber crifiutert Es zeigem 

du n gsm B mcrfur ist die sogcnatmte Gcldtete mit Display Fl^ 1 eine Chipkaite schemalisch in Draufsicht und 

zur Anzeige des auf der Karte noch verfugbaren Geldbe- ts Fig. 2 eine Chipkaite schematisch ira Querschnitt 

trags. In Fig. 1 ist eine Chipkaite 10 mit in die Chipkarte inte- 

Chipkarten sinddurch eine ISO-Norm in ihren Dimension griertem Chip 1 dargestellt. Beispielhaft wind dabei von ei- 

nen, insbe son de r c auch der maximalen Dfcke, genonnL Hn ner trnttnVtt^n Chipkarte ausgegangeo, weshalb der im 

generelles Problem besteht deshalb darin, IdstungsfShige Inneren der Chipkaite 10 angeordnete Chip 1 strichliert an- 

Baflerien herzusteEen, die dlinn genug sind, um in Qripkar- 20 gedeutet ist Die Erfindung ist aber gleichermafien fur koo- 

ten integrieit werden zu kormen. Aua der Wutschafurwoche taktierende Kaiten oder Dual-Inierface-Kaiten, bei denen 

21, Jaauar 1999, Wolfgang Kcrnpkcn, "Dunn wie Papier", die Daienubenragung rninels an der Kanenoberflachc lie- 

ist eine Baflerie bekannt, bei der die Elektroden aus hauch- gender Kontaktfllchen erfolgt anwendbar. Die in Fig. 1 dar- 

dOnaea Folien aus Manganoxid und Lithium bestehen, zwi- gestellte kontaktlose Karte besitzt fur den Datentransfer mit 

schen denen als Elektrolyt eine duzme Spezialkunststoff- 25 externa Gotten eine Antennenspule 4, die mit dem Cmp 1 

schicbt angeordnet ist Die Elektroden weisen Obliche An- Qber eine mcht dargestellie elektrische Verbindung elek- 

schluflflacben zur Verbindung der Batterie mit den Loiter- triad) lei tend verbunden ist Die Antennenspule 4 befindet 

bahnen der Chipkaite auf. sich, wie durch strichlierte Darstellung angedeutet ebenfalls 

\bn der Finna E. C R.-Electio-Chemical Research, Ltd. im Izmeren der Chipkaite 10. Weiterhin besitzt die Karte 10 

76117 Rehovot, NL, wird weiter eine ultradOnne, schicht- 30 ein Display 2, das die Anzeige von Daten aus dem Chip 1 er- 

weise aufgebaute Batterie fur Chipkarten angeboten, die als laubt Das Display 2 kann gleichzeitig als Tastatur rungie- 

RMSS-Batterie bekannt ist (RHISS » rechargeable hydro- ten. Eineo wdteren Bestandteil der Chipkaite 10 bildet eine 

gen ion solid state electrolyte). Die RHES-Batterie ist zwi* Batterie X die, wie durch strichlierte Darstellung angedeu- 

schen 035 und 0,70 mm dunn, wird in einem Batteriepack let, ebenfalls in das Innexe der Chipkaite 10 integriert ist 

isolieit und in die Chipkarte eingesetzt. um dort mit den Lei- 33 Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Chipkaite 10 sche- 

terbahnen der Chipkarte Qber Wre-Bonn-Drahte verbunden matisch im Querschnitt Die Darstellung diem dabei iedig- 

zu werden. lich zur Veranschaulichung der die Chipkaite bildenden Be- 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, das Konzept standteile und reprasentiert mcht die \ferhfiltnisse in einer 

der Banerieintegration in Chipkarten hinsichtlich Fertigung realen Chipkarte adt Normdicke. Die Karte 10 besteht aus 

und Ldstuagsfahigkedt weiter zu verbessern. 40 einer Tragerschicht 6. einer Kartenkdrpeischicht 7 und einer 

Diese Auf gabe wird geldst durch ein veifehren mit den Deckschicht 5. Zwischen Iragerschicht 6 und Deckschicht 5 

Merkmalen des Hauptonspruchs sowie durch eine Chip- sind die elektroniscben Bauelemente angeordnet, naralicb 

karte, wie sie im nebengeordneten Produktanspruch 8 ange- der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 

geben ist Die Losung zeichnet sich dadurch aus, dafl auf die mcht dargestellte, Spule 4. 

Elektroden, die einerseits mit dem Elektrolyt und anderer- 45 Die Chipkaite 10 wird sdxriuweise auf der Iragerschicht 

seits mit den Leiterbahnen der Chipkaite in Verbindung 6 aufgebaut Zunachst wird eine LeiterbahnsUuktur 8 auf die 

sind, verzichtet wird. Stattdessen werden die Leiterbahnen Iragerschicht 6 auf gebracht, beispielswcise durch Aufdruk- 

so ausgebildet dafl sie selbst die gegcnpoUgen Elektroden ken oder im A tzverrahren. Die Uiterbahnstruktur 8 gliedert 

fttr den Elektrolyten bilden, Dazu wird der Elektrolyt als Pa- sich in mehrere Bereiche 8a, 8b, 8c En erster Bereich 8a 

ste Oder als Folie auf denjemgen Teil der Leiterbahn aufge- so dient dabd zur Anbindung des Chips 1 an die Leiterbahn- 

bracbt, der die eigentlicbe Elektrode ersetzt, und uber dem struktur8.Bn zweiter Berekbflb bildet eine ersteElektrode 

Elektrolyt wird me Gegenleiterbahn so angeordnet, dafl ein ftir die Banerie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b, Elektrolyt 

TeU dieser Gegenleiterbahn die Gegenelektrode fur den U und Gegenelektrode 9b besteht Ein weiterer Bereich 8c 

Elektrolyt bildet Auf diese Weise entfallen gesonderte Bat- bildet femer eine Elektrode fur das Display 2, das insgesamt 

tericeklorodenscbichten, wie sie in den bekannten Batterie- 55 aus Elektrode 8c, aktiver Schicnt 12 und Gegenelektrode 9c 

konzepten vorgesehen sind. Das erfindungsgem&Be \%rrab- besteht Gleichzeitig mit der l^terbabnstrukrur 8 wird 

ren bietet dadurch den \ferteil, dafl fur den Elektrolyten ein zweckmaflig die Antennenspule 4 realisiert. 

groBerer Bauraum zur Verfugung stent, so dafl die Norm- Auf der Uiteibahnstruktur 8 werden die ieinzelnen elek- 

dicke fur Oupkaiten eingehalten werden kann. Desweiteren tronischen Bauelemente aufgebaut Dabei wird der Chip 1 

kann die Batterie unnritrelbar wghrend der Cm^kartenfetttV 60 beispielswcise in Flip-Chip-Tcchnologie mit dem Bereich 

guag bergestellt werden und braucht nicht als separates Zu- 8a der Leiterbahnstniktur 8 eleklrisch verbunden. 

lieferteil in die Karte integriert zu werden. Dadurch entfSUt Auf den Bereich 8b der Lei terbarmstruktur 8 wird sodann 

das Bonden der Elektroden an die Leiterbahnen, wodurch ein fester Elektrolyt 11 auf gebracht Das Elektrolytmaierial 

die Fertigung kostengflnstiger wird Zudem kann cSe Batte- kann beispiels weise eine Elektrolytpaste oder eine Elektro- 

ne je nach Oiipkaite individueU an die Oupkaitengeome- lytfolie sein, wie sie aus dem eingangs wiedergegebenen 

trie und die Ixistungsanforderungen bei der Chipkarten/ or- Stand der Technik bekannt sind Als Paste wird der Bektro- 

Dgung aDgepaBt werden. lyt vorteilhaft aufgedruckt etwa im Siebdruckverfahren, 

Fur Chipkarten mit Displays ergibt sich em besonderer oder Uber cine Maske aufgetragen. Die Verwendung einer 
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Paste hal den \brteil, daB die Fixierung des Elektrolyten ein- 
fachist 

Auf den Teilbereich 8c der Leiteibahnstniktur 8 wild cine 
aknve Schicht 12 fur das Display 2 auf gebracht Bd dem da- 
fur verwendeten Material kann es sicfa urn FlOssigkrisUlle 5 
handcln, die ihren Zustand zwischen opak und transparent 
wechseln, beispiclsweise PLC. ChLCD oder PDLC Alter- 
nathr kommen aktiv leuchtende Stoffein Betracht, d. h. Ma- 
ted alien, die bei Anlegeo einer Spannung aktiv leuchten, 
beispiclsweise LED*, ELDs oder OLEDs. Das Display 2 to 
kann glekhzeitig die Funktioo einer Tastatur besitzen, Auf- 
bau und Funktionsweise cines solchen Displays sind detail- 
licit in der deutichen Patoitanmcldung Nr. 198 28 978.2 bo- 
schrieben, auf die hierzu ausdrflcklich verwiesen wird. Der 
Bercicb 8c der Leiterbahastruknir 8 bildet cine Elcktrode fur IS 
die aktive Schicht 12 des Displays X 

Vot oder nacb dem Aufbau der elcktroniscben BauteUe 
auf der TYagerschicht 6 wird auf der TYagcrscbicht 6 cine 
Kartenkarperscbicht7 angeordnet, die Aussparungen fur cue 
elcktronischen Bautetle besitzt Die Kartenkdrperscticht 7 20 
wird auf der TYagerschicht 6 auflaminiert Der I .annnicrvor- 
gang kann gegcbcnenfalls zusammen nut der Deckfolie 5 
erfolgen, 

Ober der Kartenkatperschicht 7 und den auf der Trager- 
schicbt 6 aufgebauten elcktronischen Bauteilen wild db 25 
Deckschicht 5 angeordnet Auf der dem Kartemnneren zu- 
gewandten Seite der Deckschicht 5 wird dabei eine Gegen- 
Icitcrbahnstrukrur 9 angekgt Zweckrn&fiig wird die Gegen- 
leiterbahnstruktur 9 gleichfalls durch Aufdrucken oder im 
Atzverfahren erzeugt und gliedert sich in Teilbereiche 9b 30 
und 9c. Die Gliederung der Gegerildtcrbahnstruktur 9 ist so 
ausgcbildet, daB der Teilbercich 9c eine Gegenelektrode zur 
Elekrrode 8c des Displays 2 bildet* wShrend der Teilbercich 
9b im Bereicb der Batterie 3 angelegt ist, so daB er eine Ge- 
genelektrode zur Elekrrode 8b der Batterie 3 bildet Die die 35 
Elektroden des Displays 2 bildenden Teile 8c und 9c von 
Leiterbahn- bzw. Gcgenleiterbahnstruktur ™fl«fff ^ n NH le- 
diglich elektriscb leitfShig sein. Die die Elektroden der Bat- 
terie 3 bildenden Tcile 8b und 9b mussen dartoerbinaus ge- 
genpolig sein, so daB sie als Anode und Kathode eine Strom- 40 
richtung defirrieren. Es kann daher zweckmaflig sein, zumin- 
dest eine Ldterbahzistruktur aus zwei unterschiedlichen Ma- 
terialmen zusarnrnenzusetzen. Beispiclsweise kann die Ge- 
genlriterbahmtrukrur 9 im Teilbereich 9b aus einem besoo- 
deren Elektrodenmaterial hergesteUt werden, wShrend alle 45 
anderen Teilbereiche 8a, 8b, 8c und 9c der Leiterbahnstruk- 
turen 8 und 9 aus Imdiurnzinnoxid (CTO) bestehen. 

Im Falle einer Chipkarte mit Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 dargestellt ist, soliten ferner Deckschicht 5 und Ge- 
genelektrode 9c des Displays 2 transparent sein, damit die so 
aknve Schicht 12 von aufien erkennbar ist Als Material fur 
die Gegenldtcrbahnsmiktur 9 bietet sich deshalb Inidium- 
zinnoxid (TTO) an, das transparent ist Abgeschcn von dem 
Displaybereicb ist die dem Kartemnneren zugewandte Seite 
der transparenten Deckschicht 5 bedruckt so daB ein Blick ss 
auf die elektromschen Bautdle nicht gewahrt wird. Die 
ScMchten 5, 6, 7 werden durch Anwendung von Druck und 
Temperatur oder unter Verwendung eines Klebers nuteinan- 
der lanriniert Aufgrund der Temperaturcrapfl ndlichkdt des 
Elektrolyts ist die Lajninierung mittels Kleber zu bevorzu- 60 
gen. Wichtig ist eine vollstandige Abdichtung insbesondere 
des Baneriebereichs gegen Feuchrigkeit, da hcute erhaTtli- 
che Elekrrolyten sehr feuchtigkritsempfindlich sind. 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundliegenden Koo- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als Fertigteil, sondeni 65 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kartenfertigung, indent 
die ohnehin vorhandenen Ldterbahnstnilrniren die Elektro- 
den fflr die Batterie bilden - gestattet einer Vielzahl von Ab- 
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wandlungen des vorstehend beschriebenen Herstellungsver* 
fahrens wie der damit berstellbaren Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der unhand der Fig, 1 und 2 beschriebenen 
Chipkarte hinxichtlich der Bauelemente oder binsichtlich 
der Zahl der Schfchten geflndert werden. Alternativzurelek- 
trischen Hnbeziernmg des Chips I nur fiber eine trlger- 
schichrsdtige Ixiterbahnstrukrur kann eine den Chip 1 auf 
zwei Seiten kontakn'erende Verbindung vorgesehen sein, bd 
der der Chip anch durch die Gegenleiterbahnstrukrur kon- 
taktieztist 

PatentansprOche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (10) mit 
integrierter Stromquelle (3), urn&ssend die Schritte; 

- Aufbringen einer ersten Leiterbahnstruktur (8) 
auf eine TYagerschicht (6) der Chipkarte (10X 

- Aufbringen eines Elektrolyts (U) Ober einem 
Teilbereich (8b) der ersten I^terbahnstrukmr (8) 
und 

- Aufbringen einer zwei ten Loterbahnstruktur 
(9) nrit einem Teilbereich (9b) der zweiten Leiter- 
bahnstruktur (9) Ober dem Elektrolyt (U), so daB 
die Teilbereiche (8b, 9b) der Leiterbahnstrukruren 
(8 bzw. 9) in chreklem Kontakl mit dem Elektrolyt 
(U) stehen und gegenpoHge Elektroden fur den 
Elekrrolyten (12) bilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicb- 
net, daB als Elektrolyt (11) eine Hektrolytpaste ver- 
wendetwird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dafi der Elektrolyt (11) tra Siebdruckverfahren auf- 
gebracht wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Elektrolyt (U) unter Verwendung einer 
Maske auf getragen wird. 

5. \ferrahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net dafi als Elektrolyt (11) eine Elektrolytfolie verwen- 
det wird. 

6. Verfahren nach einem der Ansprucbe 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet daB die zweite Leiterbahnstruk- 
tur (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminier- 
technik aufgebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der Ansprucbe 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die erste Leiierbahnstrukrur 
(8) und die zweite loterbahnstruktur (9) aufier den 
Teilbereichen (8b bzw. 9b), die als Elektroden fur den 
Elektrolyt diene n, jeweils einen zweiten Teilbereich 
(8c bzw. 9c) irmfassen, die als Elektroden fur ein Dis- 
play (2) und/oder eine Tastatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3X urnfas- 
send eine erste Leiterbahnsmiktur (8) mit einem Teil- 
bereich (8b) und eine zweite Lriterbahnstrukfttr (9) mit 
einem Teilbereich (9b), wobei zwischen den Teilberei- 
chen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeordnet ist daB 
sich die Teilbereiche (8b, 9b) der Ixiterbahnstrukturen 
(8,9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt (11) be* 
finden und gegenpolige Elektroden fur den Elekrroly- 
ten (11) bilden. 

9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dafi cfie Teilbereiche (8b, 9b) der ersten und zwei- 
ten Leiterbihnstnikturen (8, 9) uncranander angeord- 
net sind. 

10. Chipkarte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Elektrolyt eine Paste oder Folic 
ist 

11. Chipkarte nach einem der Ansprucbe 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ldteibahnstrukturen (8, 
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9) auBcr den Ttilbcmchcn (8b, 9b), die als Hekrrodeo 
fQr den Hekirolyten (11) dienen, weitere TWIbereichD 
(8c bzw. 9c) aufweiscn, die als Elektroden fQr ein Dis- 
play (2) und/oder eine Ibstatur dienen. 

Hierzu 1 Seite(n) Zdchnungen 
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